MEMORIA DESCRIFTIVA
para

Solicitar patente de Invencién por VEINTE ANOS
on ZSPANA, & nombre de FRANCISCO EENITO-DELGADO
10FE2, de nacionalidad espaficla, domiciliado en
Madrid, calle de Vitruvio n® 25,

por

YEROCEDIMIENTO PARA SOLDAR CUERPOS HUECOS BE

LAMINA TERMOPLASTICA™,

La fabricacidn de cuerpos hmecos, estirados y
embutidos al vaclo partiendo de l&mina termopléstica, se
halla difundida por todo el mundo desde hace muchos afics.

Los sucesivos perfeccionamientos en los espe
sores y calidades de estas laminas de material termoplés-
tico, asi como en las méquinas transformadoras por estira
do y embuticidn profunda al vacioe, de las que existen en
el mercado mumerosos tipos, en los que se ha llegado a -

producciones mesivas on tiempos minimos, combinando 1loa
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moldes miltiples, con dispesitivos de estampacién y cor—
te, partiendo de la lamina termoplastica en rollos conti
mios; bha dado lugar a mumerosas aplicacionses con desarrg
1llo extraordinario en la fabricacidn de cuerpos huecos.

Donde han existido las maximas dificultades,
es en la soldadura préctica y eficas, para que los me-
dios cuerpos obtenidos por embuticidn, se conviertan en
suerpos lecos cverrados por soldadura y a Ser posible
bermdticos y resistentes al choque.

En mmerosos ejemplos de aplicacidn, la 1la~
mine termoplistica, es metalizeda al alto vacio y deco ~
rada en rolle continmuo, antes de ser embutida.

Una de estas aplicaciones que citamos & titu
lo de ejemplo no limitativo, es la que constituyen los
farolillos de fiestas verbeneras, las bolas llamaedas de
Navidad y adormo de &rboles de Navidad en general, preci
sandose que su soldadura, indispensable para formar el -
cuerpo heco Ccerrado, tea lo mads perfeota, resisiente y
disimlada.

Son conocidos en el mercado cuerpos mecos
soldedos y concretamente Bolas esféricas, que han sido
Soldadss por el procedimient§ de producirse el calor ne
cesario, por friccidn rotatoria, con un desproporcionsg~
do solape, gue obliga despues a ser recortado a prensa,
quedando my visible y saliente la unidén de ambas medias
bolas, perdiendo b#lleza decorative el conjunto asi fore
mado, ademas de la pérdida de material- en los recortes,
& que obliga el yrocedimiento. Este prooedimiento de sol
dedura es de aplicacidon limitada a bolas o cuerpos ue -

cos de secoidon circular.
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. E1 procedimiénto de soldar cuerpos mecos, cu=-
ya patente de invencidn se solicita, es de apliocacidn uni -
versal, ses cualquiera la forma y dimensidn, para soldar -
ouerpos huecos de lémina termopléstica. ,

Es de aplicacidon este procedimiento a laminas,
entre otras, ‘de; acetato de celulosa, cloruro de polivinilo,
polietileno, polipropileno, superpoliamida, alcoohol polivini
lico, &cido politereftélico, eto.

Este procedimiento, se diferencia y ocaracteriza
porque los medios oﬁerpos a soldar, ﬁermaneoan estiticos du
rente la soldadura, lo que permite soldar cuerpos de las mis
diversas formas, sin ;tra condioidn que, lo= ocontornos o li-
nea de soldadura sean coincidentes, ya que &sta se efectiia
practicamente & tope entxe ambds'medios cuerpos,

Para explicar mejor el procedimiento, se adjun-
tan dibujos esquenfiticos, todos ellos a escala variable, que
se refieren a un ejemplo no limitativo, de soldadura de una
bola ¢ esfera, cuyas medias bolas han sido previamente embu-
tidas al vaclo y metalizadas 8i ge precisa igualmente al al-~
to Vacio. -

En esencia, el procediﬁiento consiste en enfren-
tar los dos medios cuerpcs a soldar, pero intercalando y
sprisionando entre ambos, un fino alambre o filamento metfli
c0oy preferiblex;xente de hierro o acéro recocidoy Oon resiste_x_-x_'
oia Ohmica prefijada, por el que en el instante de presionar
el medio ouerpo oon-el otro, se hace circular una corriente
eléctrioca que oaldga el filamento, ablanda y funde los la-
bios de la lémina, producidndose la soldadura perfecia quedan

do incrustado el filamento en la masa del cuerpo husco asi

formado, y constituyendo este filamento un refuerszo permanen-
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te de 1la soldadura, hasta el punto que el cuerpo hueco
{en este ejemplo "bola") puede ser golpeado y scmetido
a chogues, rompiendo antes, por cualguier punto débil de
la lémina, gue por la linea de soldadura.

En los dibujos que se adjuntan para mejor
aclarsr la descripcién del invento;

La figura 1 representa una seccidn de las
dos mitades (1 y 2) del cuerpo hueco y del alambre (3)
presentadas antes de ser presionadas para soldar.

- La figura 2 representa un detalle en seccion
en ol que me pueden ver los bordes soldados y el alambre
(3) embutido entre ellos.

La figura 3 representa una seccidon de un -
cuerpo hueco por el plano de union de las dos mitades,
en la oual pueden verse los extremos (4 y 5) del alam -
bre (3) que sirve para efectuar la scldadura.

Por este procedimiento de soldadura de cuexr
pos Mmecos en posicidn estitica se consiguen, entre
otras, las sigulentes ventajas de drden t&cnico y econd
micos
~Soldar ouerpos buecos de cualquier forma y dimensidn.
~Soldadura uniforne en todo el oontorno.
~futéntico refuerszo permanente de la soldadura propia -~

monte dioha y, por tanto, del cuerpo hueco formado.
~lAzima belleza en el cuerpo lmeco, por 2er practicamen
te insdvertida la linea de soldadura.
-Bapidez del procedimiento, ya gque la operacidn de sol-
der es de fraccidn de segundo.
~Importante economia en los dispositivos y utiles de

soldadura.
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~Hinimas pérdidas en el material, por recortes.

Como detalle mmpliatorio y en el ejemplo que a ti-
tulo no limitative se viene citando, el espesor de la lémina
termoplastica que es de uncs 400 micrones, el filamento termo-
eléctrico resistente, es de & 15/100 de milimetro, y en el ca=
so de emplearse hierro o acero recocidos, se aprovecha su ocondi
cion magndtica para facilitar su posicidn exacta en el molde
de material aislante y su fijacion correcta mediante la atrac-
cibn magnética de pequefics imanes que sirven dos de éstos ade-
pés de contactos eléotricos para el impulso elBotrico en el -
ingtante de la soldadura.

Explicado suficientemente el invenio asi como 1la
forma de proceder en la préctiocs, y explicados los prinoipios
fundementeles que caracterizan la novedad y su realizacion en
la priotice, se hace constar que los citados procesos pueden
ser susceptibles de detfalle gue no alteren su principio funda-
mental, siendo lo que constituye su esencia y por lo que se so

licita Patente de Invencidn, caracterizéndose por la siguiente
TRorT 4

1%, Procedimiento para soldar cuexrpos huecos de
lamina termoplastica, caracterizandose por ‘al hecho de que la
soldadura de los medios cuerpos se efectiia enfrentando estéiie- .
camonte sus bordes o contorno, situados,‘ en sus respecf:ivos
moldes de materisl aislante, habiendo situado entre ambos, un
filamento o alambre metdlico previamente conformado, al con- -
torno a soldar, ¥y aislados sus extremos, para que al presionar

enfire si ambos medios cuerpos,al propio tiempo que cirocula la
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corriente eléctrica por el filamenio, se caldean, ablan-
dan y funden los bordes de las laminas termoplésticas,
quédando soldadas e inorustado en la soldadura, el fila-
mento que produjo el efecto térmico, constituyendo re-
fuerso permanente de la soldadura.

28,.- Procedimiento para soldar cuerpos hue -
cos de lamina termopldstica, segin reivindicacidn prime-
ray caracterizéndose ademfs por el hecho de que, en el -
ocaso de que el filemento es de material magnético, se =
utiliza esta propiedad para su més fRoil adaptecidn y fi
Jacién al molde de soldadurs, dotando a &ste de pequefos
imanes permenentes que sirven ademés de contactos eldc -
tricos para el circuito y toma de corriente del impulso
termoeldotrico necesario.

3.~ Procedimiento pars soldar cuerpcs hue —
cos de lémina termopléstica, tel y como se reivindioca en
ls presenta nota y se explica en la presente memoris me-
canografisda on seis paginas escritas por unz sola cara
¥y los dibujos que figuran en una sola hoja que se acompa
fia.

Madrid, 5 de Junio de 1.964
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